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Im Juni 2015 wurde Q-print 20 Jahre alt. Gegründet am  
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Leiterplattendesigns und entwickelte sich zum professio-
nellen Anbieter für Leiterplatten und SMD-Schablonen. 

www.q-print.de

Titelbild

Immer auf dem aktuellen Stand – mit  
den offiziellen monatlichen Verbandsmitteilungen  
an alle Mitglieder und die Fachwelt.

Die Fachzeitschrift PLUS  
ist das Organ folgender 
Fachverbände:

Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V. 
Tel. +49 (0) 8563 9788908 
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

1144

1157

International  
Microelectronics  
and packaging society – 
Deutschland e.V. 
Tel. +49/3677/69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de

1214

DVS – Deutscher Verband  
für Schweißen und  
verwandte Verfahren e.V. 
Tel. +49/211/1591-0 
michael.weinreich@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de

1249

Forschungsvereinigung  
Räumliche Elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V. 
Tel. +49/911/5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1224

Fachverband Elektronik-Design e.V. 
Tel. +49/30/8349059 
info@fed.de, www.fed.de

European Interconnect  
Technology Initiative e.V. 
Tel. +49/69/6302-281 
eiti@zvei.org, www.eiti.org

Fachverband PCB  
and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437 
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

1186
Fachverband Electronic  
Components and Systems 
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org


